
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子銃と電子ビームを収束する電子レンズと、電子線を偏向する偏向器と、試料を載置す
るホルダーと、前記ホルダーを保持するステージと、前記ステージを移動する駆動機構を
具備する電子線描画装置において、
前記ホルダーに前記試料を弾性的に支持し、かつ前記試料との接触部の近傍に位置検出用
マークをもつ複数の支持部材と、前記接触部に前記試料の温度を検出する温度検出部と、
前記位置検出用マーク間の相対変位を検出して描画位置を補正するとともに、前記温度検
出部の温度変動を検出して描画位置を補正する補正手段を設けたことを特徴とする電子線
描画装置。
【請求項２】
電子線描画装置の電子線を偏向して試料上に描画する際に、試料位置の変動に応じて描画
位置を補正する試料位置の補正方法において、
前記試料との接触点に設けられ、自己位置の変動が可能な複数の位置検出用マークのマー
ク間距離を検出し、該マーク間距離から応力変形量を計算して前記試料位置の変動を求め
る

ことを特徴とする試料
位置の補正方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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とともに、前記接触点に設けられた前記試料の温度を検出する温度検出部の温度変動を
検出し前記試料の熱変形量を計算して前記試料位置の変動を求める



【発明の属する技術分野】
本発明は電子ビーム描画装置に係り、特に試料保持手段の補正方式に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電子ビーム描画装置は、半導体の製造や薄膜磁気ヘッドを製造するリソグラフィ工
程で形成される回路パターンが年々高集積化され、それに伴う微細化の要求に応えて様々
な装置が提案されている。
【０００３】
描画面の歪みに起因する焦点ずれ、描画位置ずれ、回転などによる回路パターンの歪みを
無くすこと、もしくはそのずれ量を補正し回路パターンの歪みをなくすことが要求されて
いる。たとえば、特開昭６１－２７９８５６号では、試料に位置検出用マークを備え、描
画の際の熱膨張による試料の変形量を検出し、補正を行なっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術では、試料に直接、位置検出用マークを備えるため試料への描画領域が制限
される。更に、位置検出用マークの検出に際し、本マーク周辺も描画されることにより、
半導体のチップサイズの狭域化およびチップ取得数の減少等、生産性に欠ける。また、熱
膨張による変形は試料を含めた試料保持装置を描画ステージ上に待機させ、試料の温度が
安定するまで待つ対策が可能であるが、温度が安定するまでに数時間を要するので、描画
装置の稼働率が低下する。
【０００５】
本発明の目的は、上記従来技術の問題点に鑑み、試料に直接、位置検出用マークを備える
ことなく、試料やステージの変形や変動を検出し、描画位置を補正することで描画精度を
向上する電子ビーム描画装置及び試料位置の補正方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明は、電子銃と電子ビームを収束する電子レンズと、電子線を偏
向する偏向器と、試料を載置するホルダーと、前記ホルダーを保持するステージと、前記
ステージを移動する駆動機構を具備する電子線描画装置において、前記ホルダー上で前記
試料を弾性的に保持し、かつ位置検出用マークをもつ複数の支持部材と、前記位置検出用
マーク間の相対変位を検出して描画位置を補正する補正手段を設けたことを特徴とする。
【０００７】
前記支持部材は、前記ホルダーにバネで保持され、前記試料との接触部の近傍に前記位置
検出用マークを設けている。
【０００８】
また、前記接触部に前記試料の温度を検出する温度検出部を設け、かつ前記補正手段に前
記温度検出部の温度変動を検出して描画位置を補正する機能を設けている。
【０００９】
本発明の試料位置の補正方法は、前記試料との接触点に設けられ、自己位置の変動が可能
な複数の位置検出用マークのマーク間距離を検出し、該マーク間距離から応力変形量を計
算して前記試料位置の変動を求めることを特徴とする。
【００１０】
さらに、前記試料の温度の測定を行い、その温度差から試料の熱変形量を計算して前記試
料位置の変動を求めることを特徴とする。
【００１１】
なお、描画位置の補正は、前記相対変位及び前記温度変動の両方の変動パターンに対応す
る補正量を予め求めておき、検出された変化に最も類似しているパターンの補正量によっ
て補正するようにしてもよい。
【００１２】
本発明によれば、前記位置検出用マーク間の相対変化、更には温度変化を検出することで
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、間接的に試料の変形および回転を検出し、その補正を施すことにより、試料の変形や回
転による描画精度の低下を回避することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態について図面を用いて説明する。図１は本発明による電子線描画装置の
一実施例を示す。電子銃３１より発せられた電子線３２が絞り３３と成形偏向器３４によ
り矩形に成形され、電子レンズ３５と偏向器３６によって試料（基板）１２上の任意の位
置に結像し、回路パターンを試料１２上に形成する。試料１２はホルダー１１に保持され
、ホルダ１１はＸＹステージ１４上に固定されている。これにより、偏向器３６による電
子線の偏向量が数ｍｍ程度でも、ＸＹステージ１４により試料１２の移動が可能となり、
試料全面にパターンを描画できる。
【００１４】
本電子線描画装置では、試料位置を検出するためマーク位置を取り込む測長装置１０１、
試料の温度を検出する測温装置１０２、これら検出データを入力し、偏向器３６（更には
ＸＹステージ１４）に補正された描画位置を出力する補正演算機１０３、測長パターンや
測温パターンと偏向器３６の補正データを予め格納してあるデータベース１０４を有して
いる。補正演算機１０３はデータベース１０４を参照し、検出データに最も近いパターン
の補正データを求めて偏向器３６（更にはＸＹステージ３９）を制御し、偏向器３６は試
料位置の変形分を補正して描画する。
【００１５】
図２に試料保持装置の構成を示す。ステージ１４上にホルダ１１が固定されている。ホル
ダ１１には基板１２を支持するため、少なくとも２つ以上の支持ピン１３をホルダ１１上
に配置している。
【００１６】
図３に支持ピン１３の構成を示す。ホルダ１１上の支持ピン１３は基板１２の側面を押し
付けるバネ要素２１を有し、機械的に基板１２を保持する。支持ピン１３は位置検出用マ
ーク２２を有し、基板１２の変形および回転を検出できるようにしている。位置検出用マ
ーク２２は複数設けることで、基板１２の局所的な変形をより正確に検出できる。
【００１７】
支持ピン１３は、たとえば支持ピン１３ａのように基板１２の頂点に配置することで、変
形や回転の変位量がもっとも大きくなり、より正確な相対位置の変化を検出できるので好
ましい。しかし、基板１２の鋭角位置に配置することによって、支持位置のずれを防止す
る必要があり、図４に示すように基板１２の外形に沿った鋭角対応接触子４１の形状にし
、支持位置のずれを防止する。
【００１８】
本実施例は、支持ピン１３ｂ、１３ｃ、１３ｄ、１３ｅのように頂点ではなく、容易に支
持できる位置に配置している。また、支持ピン１３はすべてをバネ要素をもつ可動部にす
る必要は無く、可動支持ピンの配置された反対側は固定支持ピンにしても、同様な効果が
得られる。
【００１９】
次に、支持ピンの構成について説明する。支持ピン１３はホルダ１１にバネ要素２１が配
置され、接触子２３を介し基板１２を支持する。支持ピン１３上の位置検出用マーク２２
は、バネ要素２１より基板１２側に配置された接触子２３上に配置することで、バネ要素
２１の伸びによる影響をなくすことができる。
【００２０】
真空中においては、熱伝導は接触部を介した伝導と輻射による熱伝達が考えられるが、電
子線描画装置の描画部では輻射の影響が生じるほどの高温部はなく、すべてが熱伝導と考
えられる。したがって、基板１２に接触している接触子２３を熱電対等の温度測定手段で
構成すること、もしくは図３に示すように接触子２３に温度測定手段２４を内蔵させるこ
とによって、基板１２の正確な温度測定が可能となる。温度測定手段２４には熱電対など
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が用いられる。
【００２１】
次に補正方法について説明する。図５は一実施例による試料位置補正方法の手順を示すフ
ローチャートである。補正計算機１０３は、はじめに位置検出用マーク２２の一つを原点
としておき、原点の位置および原点から残りの位置検出用マーク２２の相対位置を検出し
（５０１）、マーク間距離の変動の有無を判定する（５０２）。マーク間距離に変化が無
ければ、基板１２には変形が生じていないので、補正無しのまま描画する（５０３）。
【００２２】
マーク間距離に変化が生じている場合は、次に温度変動の有無を判定する（５０４）。温
度の測定はマーク検出時に行う。温度変化が生じている場合、基板１２は熱変形を生じて
いるので、基板１２の固有熱膨張率に基づいて温度差から熱膨張量を計算し、熱変形の補
正量を求める（５０５）。なお、温度変化のない場合はステップ５０５はスキップされる
。
【００２３】
次に、ステージ移動による試料のシフトの有無を判定する（５０６）。シフトが生じてい
る場合には、試料のスリップによる平行移動と回転が生じているので、原点の位置として
図２のステージ上マーク１５を用い、個々の位置検出用マーク２２との位置関係に基づい
てスリップ量を算出する（５０７）。
【００２４】
次に、個々の位置検出用マーク２２間の距離の変化を補正するための補正量を求める（５
０８）。この変形は支持ピンなどの外力による応力変形であり、個々の位置検出用マーク
２２間の距離の変化を測定することによって、どのような応力が働いているか知ることが
でき、これにより応力による変形の補正量を計算することができるので、補正して描画す
る（５０９）。
【００２５】
なお、補正量はシミュレーション等の計算によってマーク間距離の測定後に随時求めるこ
とも可能である。しかし、電子線描画装置の処理速度は速く、前述の方法では描画中に補
正量を求めることが難しい。そこで、あらかじめ測定された距離の変化から補正量を求め
ておき、補正量のデータベース１０４を構築しておくことで、測定された距離変化から即
座に補正量を求めることが可能になる。なお、温度変化についても同様にして補正量のデ
ータベース１０４を構築しておくことができる。
【００２６】
以上の方法によって、各々の補正量を求め、描画の際にこれらを合成して補正することに
より、変形による影響を受けない正確な描画が可能になる。
【００２７】
位置検出用マーク２２で試料の変形や回転の補正をかける際の基準（原点）は、位置検出
用マーク２２の一つを原点とし、原点から残りの位置検出用マーク２２の相対変位を検出
して補正量を求めている。しかし、ホルダ１１上に基準となる位置検出用マークを配置し
たり、ステージ１４上に位置検出用マーク１５を設けても、基板１２の変形の補正に対す
る同様な効果が得られる。
【００２８】
位置検出用マーク２２の検出回数は多いほど正確な変化が測定できるが、ステージから伝
達する熱によるホルダ１１の温度変化および基板１２の変形の時定数を考えれば、描画パ
ターン毎に行うのがよい。これにより、検出回数を減らし生産能率をあげることが可能で
ある。
【００２９】
【発明の効果】
本発明によれば、試料およびホルダの変形を検出し、描画位置の補正を行うことができる
ので、精度の高い描画を得る効果がある。
【００３０】
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さらに、試料支持部に温度測定手段を介すことにより、温度変形による補正も行える効果
がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電子線描画装置を示す一実施例の構成図。
【図２】保持装置の平面図。
【図３】試料保持部分の断面図。
【図４】試料保持部分の平面図。
【図５】補正方法を示すフローチャート。
【符号の説明】
１１…ホルダー、１２…基板、１３…支持ピン、１４…ステージ、２１…バネ要素、２２
…位置検出用マーク、２３…接触子、２４…温度測定手段、３１…電子銃、３２…電子線
、３３…絞り、３４…成形偏光器、３５…電子レンズ、３６…偏向器、４１…鋭角対応接
触子。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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